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Obudowy do rozdzielnic nn
w ofercie ETI Polam

Pawet Pirdg

Firma ETI Polam posiada w ofercie kompletne portfolio produktow niezbednych do wykona-
nia rozdzielnic elektrycznych niskiego napiecia, w oparciu o aparaty elektryczne i obudowy
ETI. Artykul prezentuje cechy dostepnych obuddéw, ze szczegélnym uwzglednieniem serii GT,
ktdra jest pierwszym elementem wdrazanej przez firme grupy obudéw systemowych.

zakresie obudéw do rozdziel-
nic firma ETI Polam posiada
w ofercie nastgpujace rozwia-

zania:

obudowy modutowe typu CT, CM, ECT,
ECM, ECH z tworzywa, w II klasie izo-
lacji, do 48 modutéw (w rzedach: 1 x 12
moduléw, 2 x 12 modutéw, 3 x 12 modu-
16w, 4 x 12 modutéw, 1 x 18 modutow,
2 x 18 modutéw), w wykonaniach natyn-
kowych i podtynkowych, o stopniu
ochrony IP40, IP55, IP65, z drzwiami
transparentnymi i biatymi. Obudowy te
stosowane sg gfownie w budownictwie
mieszkaniowym, ale znajduja réwniez
zastosowanie w przemysle;

obudowy modutowe typu ERP, wykona-
ne w II klasie izolacji, podtynkowe,
z metalowymi drzwiami i ramka oraz
spodnig czescig z tworzywa, o stopniu
IP30. W obudowach ERP mozna zainsta-
lowac¢ do 108 modutéw (wykonania: 12
modutéw w rzedzie — maksymalnie czte-
ry rzedy, 18 modutéw w rzedzie — mak-
symalnie szes¢ rzedéw). Tak jak wymie-
nione wczesniej, obudowy ERP znajduja
gtéwne zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym, ale moga stuzy¢ réw-
niez jako obudowy administracyjne,
gdzie niekiedy wymagane jest ogranicze-
nie dostepu poprzez zastosowanie zamka
z wktadkg patentowa;

obudowy modutowe typ MU, w I klasie
izolacji, o stopniu ochrony IP32, uniwer-
salne — moga by¢ stosowane jako natyn-
kowe i podtynkowe. Ich korpus, drzwi
oraz maskownice wykonane sa z blachy
stalowej. W szafkach MU mozna zain-
stalowac¢ do 120 modutéw (wykonania:
18 modutéw w rzedzie — maksymalnie
pie¢ rzedéw, 24 modutéw w rzedzie
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—maksymalnie pig¢ rzgdow). W standar-
dzie wystepuje zamek z wktadka paten-
towa. Seria MU znajduje zastosowanie
w obiektach budownictwa ogdlnego,
miedzy innymi w budynkach mieszkal-
nych i uzytecznosci publicznej;

e obudowy modutowe RH, w I klasie izo-

lacji, natynkowe, z blachy stalowej,

Rys. 1.
Obudowa systemowa monoblokowa do 630 A

o stopniu ochrony IP55. Pozwalaja zain-
stalowac¢ do 376 modutéw (wykonania:
12, 24, 36, 47 modutéw w rzedzie — mak-
symalnie osiem rzedéw. Znajduja zasto-
sowanie wszedzie tam, gdzie wymagany
jest podwyzszony stopien ochrony IP ze
wzgledu na narazenia zwigzane z dziata-
niem wody i pytu;
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Rys. 2. Obudowa serii GT z wktadem modutowym

Rys. 3. Wyprofilowane krawedzie korpusu zapewniajace ochrone przed woda

e obudowy modutowo-licznikowe RX wy- e obudowy hermetyczne, wngtrzowe typu

konane w I klasie izolacji, natynkowe, GT, o stopniu ochrony IP65, w standar-
o stopniach ochrony 1P42 i IP55, dostar- dzie dostarczane z plyta montazows.
czane gléwnie na zamdéwienie specjalne; Znajduja zastosowanie tam, gdzie wyste-

puja skrajne zagrozenia zwigzane z dzia-
taniem wody, pytu oraz oddziatywania
mechaniczne, gtéwnie w przemysle.
Obudowy GT sa jedna z czesci duzego

12 OT 43015 ‘T’

e projektu zwiazanego z wdrazaniem do
o =i . oferty ETI obudéw systemowych.
2 Obudowy systemowe

— zalozenia techniczne
i funkcjonalne

o .

Pod pojeciem obudéw systemowych na-
lezy rozumiec system, gdzie poszczegdlne

ﬂl elementy wyposazenia wnetrza obudowy

. Rys. 4.
) Wylewana uszczelka
e poliuretanowa na drzwiach
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Rys. 5. Przepust kablowy z zagietymi krawedziami oraz wylewana uszczelka

(szyny, ptyty, wsporniki, maskownice itp.)
pasuja do réznych rozmiaréw obudéw
(wysokosé, szerokosé, glgbokosc). Zatoze-
niem projektu wdrazanego przez ETI jest
stworzenie pelnego systemu obudéw mo-
noblokowych do 630 A z wyjmowanym
wktadem montazowym oraz ramowych do
4000 A. Projekt obejmuje: obudowy na-
tynkowe, podtynkowe, wiszace, stojace
monoblokowe, stajace ramowe, o réznych
stopniach ochrony IP. Obudowy wystepu-
ja w pierwszej i drugiej klasie izolacji.
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Rys. 6. Kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.
Drzwi otwieraja sie w obrysie zewnetrznym obu-
dowy, co umozliwia bezposrednie taczenie kilku
obuddéw w szeregu

Typoszereg wymiarowy obudéw syste-
mowych oparty jest o norm¢ DIN 43870.
Podstawowe pole projektowe maskowni-

trycznych.

Oferta ETI Elektroelement

Koncern ETI Elektroelement, ktérego czescia jest firma ETI Polam, nalezy do grupy najwiekszych
producentéw aparatury zabezpieczajacej niskiego i Sredniego napiecia w Europie. Jednym w gtéw-
nych celéw koncernu jest posiadanie petnej oferty produktowej, niezbednej do wykonania komplet-
nych rozdzielnic elektrycznych niskiego napiecia, w oparciu o aparaty elektryczne i obudowy firmy
ETI. Z tego powodu asortyment zostat poszerzony o wiele nowych produktéw, m.in. wytaczniki po-
wietrzne do 4000 A, serie wytacznikéw nadpradowych Etimat11, Etimat T, wytgczniki réznicowopra-
dowe Limat, wytgczniki nadprgdowe selektywne Etimat S i Etimat SP, nowg serie wytacznikéw i roz-
tacznikéw kompaktowych EB2 i ED2, przekazniki programowalne, sterowniki SZR, obudowy her-
metyczne typu GT oraz wiele innych. Szeroka gama produktowa pozwala zaspokoi¢ wymagania
wiekszosci wspdtczesnych rozwigzar technicznych stosowanych przy produkcji rozdzielnic elek-

cy aparatéw posiada wysokos¢ 150 mm
i szerokos¢ 250 mm. Wewnatrz obudowy
montowany jest wktad montazowy, skta-
dajacy sie ze wspornikéw pionowych,
elementéw mocujacych typu L, ptyt mon-
tazowych, maskownic aparatéw, szyn
TH35. Wktad montazowy moze by¢ wyj-
mowany, co utatwia sznurowanie apara-
tow w warsztacie i powoduje réwniez, ze
aparaty mozna umiesci¢ we wczesniej za-
montowanej obudowie, po wszystkich
pracach budowlanych. Unika si¢ wow-
czas ryzyka zwigzanego z zanieczyszcze-
niem aparatéw pytem budowanym, a co
za tym ich uszkodzenia. Dodatkowa zale-
ta systemu jest mozliwos¢ podziatu obu-
déw w pionie, przez co mozna wydzieli¢
w jednej obudowie przedziat z aparatami
zabezpieczajacymi, przedziat kablowy
badZ przedziat teletechniczny. Konstruk-
cja wspornika pionowego umozliwia sko-
kowa regulacj¢ montazu szyn nosnych,
ptyt montazowych oraz maskownic
w pionie (25 mm) i poziomie (6 mm / 2
mm). Daje to producentowi rozdzielnicy
mozliwos¢ wyboru optymalnych odlegto-
$ci pomiedzy aparatami (potrzebnych np.
na ,,sznurowanie”’). Umozliwia takze po-
zostawienie optymalnego miejsca na ka-
ble, przewody zasilajace oraz odptywo-
we. Innymi zaletami systemu sa: ostony
aparatow z wycieciami, otworowane pty-
ty montazowe dedykowane do produktow
ETI. Latwy montaz kaset licznikowych,
szybki montaz maskownic, wysokiej ja-
kosci flansze wprowadzeniowe przewo-
déw i kabli. Wymienione cechy sktadaja
sie na duzg elastycznos¢ oraz funkcjonal-
nos¢ systemu, skracaja czas potrzebny na
zmontowanie rozdzielnicy oraz obnizaja
koszty.

Projekt wdrozenia systemu rozdzielnic
przewiduje réwniez stworzenie oprogra-
mowania komputerowego wspomagajace-
go projektowanie oraz kosztorysowanie
rozdzielnic, co jest bardzo wazng jego cze-
Scia.
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Rys. 7. Drzwi w obudowach od wysokosci
400 mm posiadaja profile pionowe z otworami
montazowymi o rozstawie 25mm (a). Drzwi
w obudowach od szerokosci 800 mm posiadaja
profile poziome wyposazone w otwory montazo-
we o rozstawie 25 mm (b)

a)

Rys. 8. Zamkniecie drzwi w zaleznosci od wysokosci obudowy:

a — jeden zamek do wysokosci 400 mm,
b — dwa zamki od wysokosci 500 mm,
¢ — zapiecie 3-punktowe od wysokosci 1000 mm

Obudowy hermetyczne GT

Obudowy hermetyczne GT o stopniu
szczelnosSci IP65 sa pierwszg wdrozong do
sprzedazy czgscia systemu. W przypadku
tych modeli jedynie czg$¢ wymiaréw ze-
wnetrznych pokrywa sie z typoszeregiem
gléwnym. Pozostate rozmiary podyktowa-
ne sa potrzebami rynku. Typoszereg za-
wiera 57 wielkosci. Minimalne wymiary
obudowy to 250 x 200 x 150 mm (wyso-
koS¢ x szeroko$¢ x gigbokosc), maksymal-
ne 1200 x 1000 x 400 mm. Obudowy GT
posiadaja w standardzie ptyt¢ montazowa,
ale mozna w nich réwniez zamontowac
wktad z maskownicami pod aparaty mo-
dutowe oraz aparaty przystosowane do
montazu na plycie.

Rys. 9.
Konstrukcja zapiecia 3-punktowego
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Rys. 10. W korpusie i drzwiach obudowy znajduja sie zaciski uziemiajagce M6x12

Charakterystyka techniczna
obudow GT

Obudowy GT sa wykonane z blachy sta-
lowej o grubosciach od 1,2 do 2 mm i ma-
lowane farbg proszkowg poliestrowa kolor
RAL 7035 do zastosowan zewngtrznych.
Metalowa konstrukcja pozwolita uzyskac
odporno$¢ na dziatanie zewngtrznych
czynnikéw mechanicznych IK10. Istnieje
mozliwos¢ montazu drzwi z lewej i prawej
strony. Obudowy od wysokosci 800 mm
wyposazone sa w trzy zawiasy. Specjalnie
wyprofilowane krawedzie korpusu zapew-
niajg pewna ochrong¢ przed wodg (rys. 3).
Wylewane uszczelki poliuretanowe na
drzwiach (rys. 4) oraz na przepuscie (rys. 5)
kablowym pozwalaja uzyskac stopien
ochrony IP65. Przepust kablowy posiada

zagiete krawedzie w celu usztywnienia.
Kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni,
przy czym drzwi otwieraja si¢ w obrysie
zewnetrznym obudowy, co umozliwia bez-
posrednie faczenie kilku obudéw w szere-
gu (rys. 6). Stuzy temu takze specjalna
konstrukcja zawiaséw. Drzwi w obudo-
wach od wysokosci 400 mm posiadaja pro-
file pionowe wyposazone w otwory mon-
tazowe o rozstawie 25 mm. Drzwi w obu-
dowach od szerokosci 800 mm posiadaja
profile poziome wyposazone w otwory
montazowe o rozstawie 25 mm (rys. 7).
Zamknigcie drzwi realizowane jest w za-
leznosci od wysokosci obudowy (rys. 8):
jeden zamek do wysokosci 400 mm, dwa
zamki od wysokosci 500 mm; zapigcie 3-
punktowe od wysokosci 1000 mm (rys. 9).
W korpusie i drzwiach obudowy znajduja
si¢ zaciski uziemiajagce M6x12 (rys. 10).

Rys. 11. Obudowy GT mozna montowa¢ bezposrednio do $ciany lub za pomoca specjalnych uchwy-

tow montazowych

64 eLexTrRe

Obudowy montuje si¢ do bezposrednio do
Sciany lub za pomoca specjalnych uchwy-
téw montazowych (osobne zaméwienie)
(rys. 11). Otwory na Scianie tylnej korpu-
su maja Srednice 10 mm. Ptyta montazo-
wa wykonana jest z blachy ocynkowane;j
o grubosci 2 mm (rys. 12). Ptyte mocuje
si¢ na kotkach M8x25mm. W zaleznosci
od rozmiaru zastosowano zagigcia krawe-
dzi ptyty w celu jej usztywnienia.

Normalizacja

Przy projektowaniu obudéw, oprécz na-
rzucenia typoszeregu wymiarowego,
uwzgledniane i stosowane sg aktualne wy-
mogi normalizacyjne w tym zakresie, wy-
nikajace z nastepujacych regulacji:

o PN-EN 62208: 2006 Puste obudowy do
rozdzielnic i sterownic niskonapigcio-
wych — Wymagania ogélne,

o PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony za-
pewnianej przez obudowy (Kod IP),

e PN-EN 62262: 2003 Stopnie ochrony
przed zewnetrznymi uderzeniami mecha-
nicznymi zapewnianej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod IK),
PN-EN-50274: 2004 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapigciowe — Ochrona
przed porazeniem pradem elektrycznym
— Ochrona przed niezamierzonym doty-
kiem bezposrednim cze¢sci niebezpiecz-
nych czynnych,
PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne,
PN-EN 61439-2: 2010 Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe — Czgs¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej,
PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice
i sterownice niskonapigciowe — Czgs¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu,
PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice
i sterownice niskonapieciowe — Czgs¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodow szy-
nowych,
PN-EN 60439-2: 2004/A1: 2007 Roz-
dzielnice i sterownice niskonapigciowe
— Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace prze-
wodow szynowych,
PN-EN 60439-3: 2004 Rozdzielnice i ste-
rownice niskonapigciowe — CzgsS¢ 3: Wy-
magania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostgpnych
do uzytkowania przez osoby niewykwali-
fikowane — Rozdzielnice tablicowe,
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Rys. 12.

Ptyta montazowa
wykonana z blachy
ocynkowanej

o grubosci 2 mm

e PN-EN 60439-4: 2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapig-
ciowe — Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawOw przeznaczo-
nych do instalowania na terenach budéw (ACS),

¢ PN-EN 60439-5: 2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapig-
ciowe — Czgs$¢ 5: Wymagania szczegétowe dotyczace zestawow
do rozdziatu energii w sieciach publicznych,

e PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterow-
niczej niskonapigciowej — Znormalizowany montaz na szynach,
w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w in-
stalacjach rozdzielczych i sterowniczych.

Dyrektywa RoHS

W konstrukcji obudéw zadbano réwniez o to, aby spetniaty one
wymagania dyrektywy RoHS (ang. Restriction of Hazardous Sub-
stances). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilo-
$ci substancji niebezpiecznych przenikajacych do srodowiska
z odpadow elektrycznych i elektronicznych. Tres¢ dyrektywy mo-
wi, ze nowy sprzet elektroniczny wprowadzany do obrotu na te-
renie Unii Europejskiej i EFTA poczawszy od 1 lipca 2006 r.
(w Polsce od 27 marca 2007 r.) bedzie zawierat ograniczenia
w zawartosci materiatéw szkodliwych: otowiu, rteci, kadmu, sze-
Sciowartosciowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB)
i polibromowanych eteréw fenylowych (PBDE). Komisja Euro-
pejska okreslita maksymalne stezenia tych pierwiastkéw/substan-
cji w materiale jednorodnym.
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